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Abstract of DE3801352 

It is known for a printed circuit board (1 ) to be 
provided with contact pins (2, 3) without 
soldering. This is achieved using the pressing- 
in or push-fit technique, by the contact pin 
having a resilient region in which it is spread, 
for example, into two spring limbs (8, 9) which 
are arranged in a V-shape and whose external 
contour has a somewhat larger circumference 
than that of the hole (4). Once the contact pin 
(2, 3) has been pushed into the hole (4), the 
spring limbs (8, 9) ensure a good gas-tight 
electrical and mechanical connection between 
the contact pin and the metallisation (5) of the 
printed circuit board hole (4). Good seating of 
the contact pin in the hole (4) is not ensured in 
the case of very thin printed circuit boards. The 
printed circuit board (1 ) is therefore extended 
by domes (1 1 , 12) in the region surrounding 
the metallised hole (4). In consequence, it is 
also possible to use the push-in technique in 
the case of printed circuit boards whose 
material thickness is less than a minimum 
amount. 
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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(3) Leiterplatte 

Bekannt ist es, eine Leiterplatte (1) Idtfrei mit Kontaktstif- 
ten (2, 3) zu versehen. Dies erfolgt mit der Einpreft- oder 
Preftfittechnik dadurch, daB der Kontaktstift einen federn- 
den Bereich aufweist, in dem er zum Beispiel in zwei V-fdr- 
mig angeordneten Federschenkeln (8, 9) aufgeteilt ist, deren 
Au&enkontur einen etwas groSeren Umfang aufweist als der 
der Bohrung (4). Nach Einpressen des Kontaktstiftes (2, 3) in 
die Bohrung (4) gewahrleisten die Federschenket (8, 9) eine 
einwandfreie gasdichte. elekthsche und mechanische Ver- 
bindung zwischen dem Kontaktstift und der Metallisierung 
(5) des Leiterplatten-Loches (4). Bei sehr dunnen Leiterplat- 
ten ist ein einwandf reier Sitz des Kontaktstiftes in dem Loch 
(4) nicht gewahrleistet. Die Leiterplatte (1 ) ist deshalb in dem 
Bereich. der das metallisierte Loch (4) umgibt. durch Dome 
■ (11.12) erweitert. Damit gelingt es, die Einpre&technik auch 
f bei Leiterplatten einzusetzen, die eine Mindestmaterialstar- 
keunterschreiten. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine Leiterplatte mit einem me- 
tallisierten durchgehenden Loch, das zur Aufnahme ei- 
nes elektrischen Kontaktstiftes dient, der einen elasti- 5 
schen Bereich aufweist, welcher nach Einpressen des 
Kontaktstiftes eine einwandfreie elektrische und me- 
chanische Verbindung mit der Leiterplatte ergibt 

Bei der Herstellung elektrischer Anschlusse und Ver- 
bindungen in nachrichtentechnischen Geraten geht man 10 
zunehmend von der Lottechnik auf lotfreie Verbin- 
dungstechniken uber, da diese sich schneller herstellen 
lassen und auch zuverlassiger sind. Zwar werden die 
einzelnen elektrischen und elektronischen Bauelemente 
noch haufig mit der sie aufnehmenden Leiterplatte oder 15 
gedruckten Schaltung verlotet, doch die auBeren An- 
schiiisse der Leiterplatte werden iiberwiegend lotfrei 
hergestellt. Ein Beispiel hierfiir ist die EinpreBtechnik, 
bei der ein metallischer Kontaktstift, der einen elastisch 
nachgiebigen Bereich aufweist, in ein metallisiertes oder 20 
durchkontaktiertes Loch einer Leiterplatte aufgenom- 
men wird. Nach dem Einpressen des Kontaktstiftes in 
die Leiterplatte ergibt die PreBkraft des elastischen Be- 
reiches eine einwandfreie mechanische, elektrische und 
gasdichte Verbindung zwischen dem Kontaktstift und 25 
der metallisierten Lochwandung. Bekannt sind eine 
Vielzahl derartiger Kontaktstifte mit unterschiedlich 
geformten elastischen Bereichen (Sonderdruck der Fir- 
ma TuN: Lotfreie AnschluBtechnik, 1984, Seiten 5 und 6; 
EP 00 105 044 Bl). Diese Technik ist auch unter der 30 
Bezeichnung Pressfittechnik bekannt. 

Bei ublichen Leiterplatten, die zum Beispiel 2,4 mm 
oder 3,2 mm stark sind, ergibt die bekannte EinpreB- 
technik einen einwandfreien Sitz des Kontaktstiftes in 
der Leiterplatte. Bei diinneren Leiterplatten, die zum 35 
Beispiel durch SpritzgieBen hergestellt werden, genugt 
die Materialstarke — beispielsweise 1,5 oder 1,6 mm — 
nicht mehr, urn einen sicheren Sitz von Kontaktstiften 
zu gewahrleisten. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Lei- 40 
terplatte zu schaffen,die auch bei geringer Materialstar- 
ke Anschlusse in EinpreBtechnik aufnehmen kann. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch gelost, 
daB der das metallisierte Loch umgebende Bereich 
domartig erweitert ist 45 

Bei besonderen Anwendungen ist es zweckmaBig, 
wenn der das metallisierte Loch umgebende Bereich auf 
jeder Seite der Leiterplatte domartig erhoht ist Sehr 
einfach herstellen laBt sich eine erfindungsgemaBe Lei- 
terplatte dadurch, daB die domartige Erweiterung ein- 50 
stuckig mit der Leiterplatte im SpritzguB hergestellt 
wird. 

Die Vorteile der Erfindung liegen insbesondere darin, 
daB sich das Einsatzgebiet der EinpreBtechnik erwei- 
tert. Sie ist nicht mehr an eine Mindeststarke der Leiter- 55 
plane gebunden. 

Ein Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung wird im fol- 
genden anhand der Zeichnung erlautert 

Die einzige Figur zeigt einen Ausschnitt aus einer 
erfindungsgemaBen Leiterplatte', in die zwei elektrische 60 
Kontaktstifte in EinpreBtechnik eingesetzt sind, und 
zwar in einer perspektivischen Darstellung. 

Eine Leiterplatte 1 ist mit zwei Kontaktstiften 2 und 3 
in EinpreBtechnik versehen. Bei dem vorderen Kontakt- 
stift 2 ist die Leiterplatte aufgeschnitten dargestellt, so 65 
daB Einzelheiten, insbesondere auch die Form des Kon- 
taktstiftes im Bereich der Leiterplatte, erkennbar sind. 

Die Leiterplatte weist je ein durchgehendes Loch 4 
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auf, das mit einer durchgehenden Metallisierungs- 
Schicht 5 versehen ist, die der Kontaktierung dient Sie 
ist zum Beispiel mit Leiterbahnen 6 oder 7 verbunden, 
die auf der Leiterplatte angeordnet sind und die Verbin- 
dungen zu in der Zeichnung nicht dargestellten Bauele- 
menten oder Schaltungsbestandteilen herstellen. 

In dem Teil des Kontaktstiftes 2, der sich in dem Loch 
4 befindet ist er elastisch ausgebildet In dem in der 
Zeichnung dargestellten Beispiel wird das dadurch er- 
reicht, daB der Kontaktstift hier in zwei federnde Schen- 
kel 8 und 9 aufgeteilt ist, die im Querschnitt etwa V-for- 
mig angeordnet sind und deren AuBenkontur einen 
Durchmesser aufweist, der etwas groBer als der Loch- 
durchmesser ist Somit liegen die Schenkel 8, 9 nach dem 
Einpressen mit Federkraft an der Metallisierungs- 
Schicht an und gewahrleisten einen einwandfreien Kon- 
takt 

Es gibt noch viele andere Ausfuhrungen des EinpreB- 
bereiches der Kontaktstifte 2 und 3, so zum Beispiel 
solche in Buchstabenform und solche mit drei Schen- 
keln. Bekannt sind auch Kontaktstifte mit massivem 
EinpreBbereich, bei deren Einsetzen im wesentlichen 
die Lochumrandung plastisch-elastisch verformt wird. 

Im dargestellten Beispiel ist das Loch 4 rund, es ist 
aber, wenn die Leiterplatte 1 im SpritzguB hergestellt 
wird, ohne weiteres moglich, Locher mit anderem Quer- 
schnitt — z.B. rechteckig — herzustellen. Dies ermdg- 
licht die Verwendung einfacher herzustellender federn- 
der Kontaktstifte 2. 

Bei sehr dtinnen Leiterplatten genugt die Lange 10 
des Loches 4, die der Starke der Leiterplatte 1 ent- 
spricht, nicht, urn einen einwandfreien Sitz der Kontakt- 
stifte 2 und 3 zu gewahrleisten. Deshalb ist die Leiter- 
platte 1 in dem die Bohrung 4 umgebenden Bereich 
jeweils mit einer domartigen Erweiterung oder Erho- 
hung 11, 12 versehen. Diese Erhdhungen 11, 12, die in 
der Zeichnung auf der Oberseite der Leiterplatte ange- 
ordnet sind, konnen bei Bedarf auch auf ihrer Unterseite 
vorgesehen werden. 

Durch die domartigen Erhdhungen 11, 12 wird es 
moglich, die Bohrung 4 und die Metallisierung 5 so lange 
auszubilden, daB die Kontaktstifte 2, 3 einwandfrei und 
sicher in der Leiterplatte sitzen. 

Wird die Leiterplatte 1 als SpritzguBteil hergestellt 
so konnen die domartigen Erhdhungen 11, 12zusammen 
mit der Leiterplatte 1 gespritzt werden, so daB keinerlei 
zusatzlicher Arbeitsaufwand erforderlich ist 

Patentanspruche 

1. Leiterplatte mit einem metallisierten, durchge- 
henden Loch, das zur Aufnahme eines elektrischen 
Kontaktstiftes dient, der einen elastischen Bereich 
aufweist, welcher nach Einpressen des Kontaktstif- 
tes eine einwandfreie elektrische und mechanische 
Verbindung mit der Leiterplatte ergibt, dadurch 
gekennzeichnet, daB der das metallisierte Loch (4) 
umgebende Bereich domartig (11,12) erweitert ist 

2. Leiterplatte nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB sie in dem das metallisierte Loch (4) 
umgebenden Bereich auf ihren beiden Seiten dom- 
artig (11,12) erweitert ist 

3. Leiterplatte nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die domartige Erweiterung (11, 12) 
einstuckig mit der Leiterplatte (1) im SpritzguB her- 
gestellt wird. 

4. Leiterplatte nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das metallisierte Loch (4) einen recht- 
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eckigen Querschnitt aufweist 
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